注意事項

欲考核M25橢圓儀者，請來信預約(jmliu@nalabs.org.tw)。
若因事不克前來或改期，請於一天前與考核員聯繫或來信取消。
如考核時間無故不到者，兩周內禁止預約考核。

若有相關問題，請與機台負責工程師聯絡。
以上感謝配合。
橢圓儀M2000薄膜測厚儀(CF-M25)考核細項表

· 試片放置方式?
如何在使用前，判斷機台目前的狀況？..............................□

測量試片是正面朝上或下？......................................□★
如何開啟Vacuum？...............................................□
· 預設晶片厚度？

手動load sample.................................................□

何謂Z-axis預設值含意? .........................................□
· 選擇量測程式？

如何讀取量測程式細項detail包含incident angle/mapping pattern/model...................................................□

建立程式的要素 .................................................□

選完量測程式後進行量測前存檔的位置..............................□
· Stage 上改變晶片尺寸的方法？

選取或編輯量測點的方式(單或多點) ..............................□★

如何叫出已經存在的mapping檔案並改變晶片尺寸？..................□
· 建立Model結構分析?
選取適當fitting的model.........................................□★
Model中增加或減少待薄膜層數的位置？............................□
Model中每層layer的資料庫位於？.................................□
未知層結構的資料庫中若無此材料的結構檔，如何處理？..............□
每層的近似厚度輸入於？..........................................□
“Fit”與”Fixed”意義？........................................□
定義完” Model”的各項參數後，如何執行分析？......................□
· 判斷data允收方式？

如何判定數據？................................................□★

使用紀錄簿放置位置及填寫方式？................................ .□

如遇機台異常狀況要填寫什麼單子？............................. ..□

